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Abstrakt:

Direct Laser Interference Patterning (DLIP) je novou metodou umoziujici vytvofeni periodickych mikro-
a nanostruktur na povrchu materialti pomoci interference nékolika laserovych svazki. Tato technologie
nachazi uplatnéni v mnoha oblastech — od zlepSovani adheze, hydrofobnich a antibakteridlnich povrchd,
pres funk¢éni optiku az po design povrchi s fizenymi mechanickymi nebo biologickymi vlastnostmi.

Tradi¢ni DLIP systémy pracuji se statickym svazkem a pohybem vzorku pomoci pfesnych polohovacich
stold. Tento pfistup vSak omezuje rychlost a flexibilitu procesu, coz je limitujici pro primyslové nasazeni
na velkych plochach. Re§enim miiZe byt vyuziti skenovaci hlavy (galvanometrického systému), ktera
umozni mnohem vyssi rychlosti a dynamickeé fizeni pozice svazku v readlném cCase. Interferenéni
mikrostrukturovani ptes skenovaci hlavu by tak mohlo otevfit nové moznosti pro rychlé, flexibilni a
pfitom piesné DLIP zpracovani.

Tento ptistup vSak pfinasi i nové vyzvy vCetné stability faze mezi svazky pfi rozmitani, presné sladéni
interferen¢ni geometrie s dynamikou skenovani, potieby korekce zkresleni vlivem optiky skenovaci
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konstrukece.

Cilem této prace bude ve spolupraci s optickymi inZzenyry a konstruktéry HILASE navrhnout, sestavit a
experimentalné ovétit novy DLIP setup umoziiujici dvousvazkové i ¢tyfsvazkove interferencni
mikrostrukturovani ptes skenovaci hlavu. Déle bude ovéfena funkcénost systému na riiznych vinovych
delkach, véetné VIS a UV, které oteviraji cestu k tvorb¢ jemnéjsich struktur s periodou pod 1 pm.
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llustrace interferencni stanice pro obrabéni dvéma svazky a SEM fotografie vytvorenych struktur.




